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IN 
kin 
C:N (57) Abstract: The invention relates to a method for detaching and removing a semiconductor chip (1) from a tape (3) in three 71' 
in phases. In the first phase, the semiconductor chip (1) is partially detached from the tape (3) using mechanical means, but without 
C::::) 	the participation of a chip gripper (11). In the second phase, the semiconductor chip (1) is completely detached from the tape (3), 
O wherein the semiconductor chip (1) is held by the chip gripper (11). In the third phase, the chip gripper (11) is raised and moved 
1-1 away. 
0 
N (57) Zusammenfassung: Das Ablosen und Entnehmen eines Halbleiterchips (1) von einer Folie (3) erfolgt erfmdungsgemass in 

0 drei Phasen. In der ersten Phase erfolgt ein teilweises Ablosen des Halbleiterchips (1) von der Folie (3) mit mechanischen Mitteln, 
aber ohne Beteiligung eines Chipgreifers (11). In 
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der zweiten Phase wird der Halbleiterchip (1) vollstandig von 
(11) gehalten wird. In der dritten Phase wird der Chipgripper 

der 
(11) 

Folie (3) abgelost, wobei der 
angehoben and weggefahren. 

Halbleiterchip (1) vom Chipgreifer 


